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内容概要

本书内容涉及电子学、机械工程学、流体动力学、热动力学、化学、物理学、冶金学和光学等学科和
领域，基本上涵盖了印制电路板从设计、布局、制造、组装到测试的整个生产过程，反映了当前印制
电路板的制造技术与先进工艺。
此外，本书在印制电路板可靠性保障、产品质量控制以及环境问题等方面也有一定的参考价值。
    本书由世界知名的电子学专家编写，可以使读者快速全面地掌握印制电路板的相关知识，既可作为
科研院所、高等工科院校等相关专业的教材或教学参考书，也可作为印制电路板设计、制造、检测与
维修人员等的技术指南或工具书，又可为电子工业领域中有意了解当今世界电子发展面临挑战的人员
提供一个理想的自学参考书。
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编辑推荐

　　一部关于整个印制电路板制作周期最详尽而全面的指南：　　本书涉及整个印制电路板的生产过
程，从设计、布局、制作、组装直至最终的测试，内容详实，通俗易懂。
本书规避了晦涩繁琐的数学理论，为解决当今微电子设计领域日益增加的密度问题提供了指导和准则
。
　　本书由世界知名的电子学专家编写，是一本值得工程师和技术人员借鉴的指南，有助于解决印制
电路板布局、制作、组装以及测试方面的问题。
另外，对于任何一个致力于印制电路板制作的人员而言，无论从设计方案、产品质量以及可靠性方面
而言，这都是一个有价值的工具。
它也为电子工业领域中有意了解当今世界电子发展面临的挑战的人员提供了一个理想的自学参考。
　　本书在以下方面提供了最新的解决方法　　●高密度互连技术：　　●CAD／CAM技术；　　●
基板；　　●蚀刻技术；　　●焊接技术；　　●环境问题；　　印制电路板是电子工业领域的基石
，当今的印制电路板需要更高的密度和性能要求，本书为每一个为此而努力的人员提供了一个实用的
参考工具。
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